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cnmnilieren entfalit: Interpreter fithren Programme sofort aus und
heschieunigen Entwickiung und Test von Software — jetzt auch in C.

Schneller programmieren

)
Software-Entwicklung

,Design Pattern
als Denkvorlagen
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sssﬂaluanien Isolation
Magnetische Kopplung
ersetzt Optokoppler
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Intellectual Property (IP)

Standardisierte Core-Schnittstelle OCP
hat Test fiir SoC-Design bestanden

|

570 )
USB-2.0-Erweiterung

Der nete ,,On The Go“-Zusatz (OTG) lasst
USB-Gerdte ohne Host kommunizieren

*16
Serielle Bussysteme

RapidIO und PCI Express:
Ahnlich und doch verschieden
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Biometrische Sicherheitslésungen:

TSMC:

Sensoren fiir den Consumer-Bereich

National Semiconductor (www.natio-
nal.com) wird gemeinsam mit dem pri-
vat finanzierten Start-up-Unternehmen
Validity, Inc., eine Losung zur Fingerab-
druck-Erkennung entwickeln. National
wird in diese Zusammenarbeit seine
analoge Halbleiter-Technologie, sein
Know-how im Chip-Design sowie Inves-
titionskapital und Produktionskapazitdt
zur Verfligung stellen, Validity bringt
die Technologie zur Erfassung eines Fin-
gerabdrucks aulerhalb des Chips ein.
Da bei Validitys Technologie ,,Validator*
kein direkter Kontakt zwischen Finger
und Chip erfolgt, kommt es bei dem Fin-
gerabdruck-Sensor zu keinerlei Elek-
trostatik- oder Verschleiflproblemen.
Durch seine Biegsamkeit und den einge-

Philips:

bauten Flash-Speicher ldsst sich der
Validator individuell auf unterschied-
liche Kundenbediirfnisse anpassen.

Die neue biometrische Sicherheitslésung
soll in Smart-Cards, Fernbedienungen,
Notebook-Computern, Mobiltelefonen,
PDAs und in Schliisselanhdngern ein-
setzbar sein. Die Marktchancen fiir der-
artige Produkte sind betréchtlich: Dem
Marktforschungs-Unternehmen Interna-
tional Biometrics Group zufolge wird der
weltweite Markt fiir biometrische Si-
cherheitsprodukte in diesem Jahr ein Vo-
lumen von {iber 1 Mrd. Dollar erreichen,
wovon rund 49 Prozent auf Technologi-
en zur Fingerabdruck-Errfassung entfal-
len. Fir 2004 wird ein Marktwachstum
um {iber 40 Prozent erwartet. ro

20 Mio. Euro fiir LCOS-Technologie

Philips wird die Komponenten fiir die
zukiinftige Bildschirmtechnologie LCOS
(Liquid Crystal on Silicon) in Deutsch-
land fertigen. In einem ersten Schritt
werden knapp 20 Mio. Euro in eine
neue Entwicklungs- und Produktions-
statte am Standort der bereits bestehen-
den Chipfabrik in Béblingen investiert,
ab Mitte 2003 sollen die ersten indus-
trieweit verfligbaren, hochauflésenden
Panels in GroBserie hergestellt werden.
An dem vom Bundesministerium fiir Bil-
dung und Forschung geftérderten Ent-

wicklungsprojekt waren Philips Semi-
conductors (www.philips.de), Philips
LCOS Micro Displays, die Philips For-
schung sowie externe Forschungsinsti-
tute beteiligt.

Philips hat angekiindigt, noch im Ver-
laufe dieses Jahres sein erstes LCOS-
Fernsehgerit auf den Markt zu bringen.
Dank der LCOS-Technologie kénnen
TV-Gerdte mit groBen Bilddiagonalen,
fiir die Philips bisher das Prinzip der
Riickprojektion nutzt, flacher, leichter
und kostengiinstiger werden. ro

Neue Entwurfsmethoden und -verfahren

Am 29. und 30. 4. 2003 findet in Hannover
der vom edacentrum, dem BMBF und der
DLR veranstaltete 2. EkompaSS-Workshop
statt. Auf dieser Veranstaltung werden die
Ergebnisse des Programms ,Entwurfsplatt-
formen komplexer angewandter Systeme
und Schaltungen” der vom BMBF geférder-
ten Projekte einem breiten Fachkollegium
vorgestellt. &=

Das BMBF hat den Férderkomplex Ekom-
paSss eingerichtet, um durch ein gemeinsa-
mes Vorgehen von Industrie, Forschung und
offentlicher Hand in den fur den Industrie-
standort Deutschland wichtigen Bereichen
neue Entwurfsmethoden und -verfahren zu
entwickeln, mit denen sich die Komplexitat
zukunftiger Chipsysteme effektiv beherr-
schen lasst. Dieses geschieht in enger Ko-
operation mit europaischen Partnern, insbe-
sondere im Rahmen von MEDEA+.

Der bereits letztes Jahr erfolgreiche Work-
shop wird dieses Jahr weiter verbessert und
ausgebaut. So prasentieren Mitgliedsfirmen
des edacentrum ihre neuesten Entwicklun-
gen an eigenen Standen. AuBerdem werden
Ergebnisse von Projektpartnern prasentiert,
die bereits Prototypen in ihre Anwendun-
gen integriert haben.

Bei einer Posterausstellung der Projekter-
gebnisse bietet sich die Moglichkeit zu an-
regenden Diskussionen. Angegliedert an
den EkompaSS-Workshop findet am 29.
April 2003 der erste Standardisierungs-
Workshop des edacentrum statt.
Veranstaltungsort ist das Courtyard-Mar-
riott Hotel am Nordufer des Maschsees.
Informationen zu Anreise etc. werden auf
der Ekompa$SS-Seite www.edacentrum.de/
ekompass angeboten bzw. auf Wunsch zu-
geschickt. go
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Satte Gewinne

Ein weiteres positives Signal fiir den
weltweiten Halbleitermarkt kommt aus
Taiwan. Der dortige Chip-Hersteller TS-
MC (www.tsmc.com) hat das abgelau-
fene Geschiftsjahr mit satten Zuwich-
sen sowohl bei Umsatz wie auch bei Ge-
winn abgeschlossen: Der Umsatz stieg
um knapp 28 Prozent auf rd. 4,3 Mrd.
Euro, der Nettogewinn um fast 50 Pro-
zent auf 580 Mio. Euro.

TSMC gehort zu den weltweit groften
Lohnfertigern fiir Halbleiterprodukte,
seine Ergebnisse gelten deshalb als Bran-
chenindikatoren. ro

Photonik:

Kooperation
im Bereich High-
Tech-Optik

Die Linos AG (www.linos.de), das Got-
tinger Spezialunternehmen fiir hoch-
wertige optische Bauelemente, hat mit
der Fachhochschule Deggendorf
(www.fh-deggendorf.de) einen Koope-
rationsvertrag {ber die Entwicklung
neuer Produkte und Verfahren im Be-
reich der Optikfertigung geschlossen.
Die Kooperation wurde vom Présiden-
ten der FHS Deggendorf, Prof. Dr. Rein-
hard Hopfl, und dem Vorstandsvorsit-
zenden der Linos AG, Prof. Dr. Gerd Lit-
fin, sowie dem CTO Dr. Holger Schmidt
unterzeichnet. Die FHS verspricht sich
einen wichtigen Beitrag zu einer praxis-
bezogenen Ausbildung in den optischen
Technologien. Die Linos AG erwartet
mittelfristig den Aufbau einer Infra-
struktur, die es dem Unternehmen er-
moglicht, qualifizierten Ingenieurnach-
wuchs zu rekrutieren.

Die beiden Partner arbeiten bereits seit
Anfang November 2002 gemeinsam an
dem Kooperationsprojekt IFHEM (Inno-
vatives Fertigungskonzept fiir High-
Tech-Flichen durch Einsatz von MRF-
Technologie), bei dem von der FHS
Deggendorf die bestehenden Einrich-
tungen zur Fertigung von optischen
Oberflichen — interferometrische Mess-
technik sowie Vor- und Finishing-Bear-
beitung — genutzt werden. Beim MRF
(Magneto-Rheological Finishing) wer-
den die Oberflaichen mit einer Fliissig-
keit poliert, die ihre Reibungseigen-
schaften mit dem Anlegen eines Mag-
netfeldes verdndert. Mit einer compu-
tergestiitzten Steuerung lassen sich auf
diese Weise optische Freiformfldchen
hochgenau polieren. w
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